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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état
actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles
auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à
l'établissement des éditions révisées et aux
amendements peuvent être obtenus auprès des
Comités nationaux de la CEI et dans les documents
ci-dessous:

• Bulletin de la CEI

• Annuaire de la CEI
Publié annuellement

• Catalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera à la CEI 60050: Vocabulaire
Electrotechnique International (VEI), qui se présente
sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un
sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent
être obtenus sur demande. Voir également le
dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente
publication ont été soit tirés du VEI, soit
spécifiquement approuvés aux fins de cette
publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le
lecteur consultera:

– la CEI 60027: Symboles littéraux à utiliser en
électrotechnique;

– la CEI 60417: Symboles graphiques utilisables sur
le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles
individuelles;

– la CEI 60617: Symboles graphiques pour schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

– la CEI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente
publication ont été soit tirés de la CEI 60027, de la
CEI 60417, de la CEI 60617 et/ou de la CEI 60878,
soit spécifiquement approuvés aux fins de cette
publication.

Publications de la CEI établies par le
même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
à la fin de cette publication, qui énumèrent les
publications de la CEI préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available from the IEC Central
Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

• IEC Bulletin

• IEC Yearbook
Published yearly

• Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV), which is issued in the form of separate chapters
each dealing  with a specific field. Full details of the
IEV will be supplied on request. See also the IEC
Multilingual  Dictionary. 

The terms and definitions contained in the present
publi-cation have either been taken from the IEV or
have been specifically approved for the purpose of this
publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications:

– IEC 60027: Letter symbols to be used in electrical
technology;

– IEC 60417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

– IEC 60617: Graphical symbols for diagrams; 

and for medical electrical equipment,

– IEC 60878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present
publication have either been taken from IEC  60027,
IEC 60417, IEC 60617 and/or IEC 60878, or have
been specifically approved for the purpose of this
publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.
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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
_________

MATÉRIAUX POUR LES STRUCTURES D’INTERCONNEXION –

Partie 8: Collection de spécifications intermédiaires pour les films
et revêtements non conducteurs –

Section 8: Revêtements amovibles de polymère

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61249-8-8 a été établie par le comité d'études 52 de la CEI:
Circuits imprimés.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

52/680/FDIS 52/726/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

L’annexe A est donnée uniquement à titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_________

MATERIALS FOR INTERCONNECTION STRUCTURES –

Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings –
Section 8: Temporary polymer coatings

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields.
To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation
is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations
liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61249-8-8 has been prepared by IEC technical committee 52:
Printed circuits.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

52/680/FDIS 52/726/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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MATÉRIAUX POUR LES STRUCTURES D’INTERCONNEXION –

Partie 8: Collection de spécifications intermédiaires pour les films
et revêtements non conducteurs –

Section 8: Revêtements amovibles de polymère

1 Domaine d'application

La présente spécification détaille à l'intérieur de la série CEI 61249 les exigences concernant
l'homologation des revêtements amovibles de réserve de brasure. Dans cette spécification
ceux-ci sont désignés par le terme masque, du fait qu’ils peuvent être aisément enlevés.

Les masques de brasage détachables sont appliqués (habituellement par sérigraphie) aux zones de
la carte imprimée terminée ou flan avant expédition, afin de protéger ces zones de la carte ou flan
durant les processus ultérieurs de montage. Typiquement, les masques de brasage détachables
sont utilisés pour protéger les contacts de clavier pendant le fluxage et le brasage simultané ultérieur.
L'enlèvement du masque laissera alors une zone de contact non étamée dépourvue de résidus.

Les exigences exprimées dans la présente spécification auront alors une certaine validité limitée pour
l'évaluation de l'adéquation des cartes imprimées qui sont fournies avec des masques de brasage
détachables. Il convient que les exigences pour la livraison des cartes imprimées utilisant des
masques de brasage détachables soient comprises dans la Spécification Particulière Client (CDS).

Les exigences pour l'homologation des revêtements permanents de réserve de brasure en
polymère sont données dans la CEI 61249-8-51) qui a été utilisée, autant que possible, comme
modèle dans l'élaboration de la présente spécification.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente section de la CEI 61249-8.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente section de
la CEI 61249-8 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO
possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60068-2-20: 1979, Essais d'environnement – Partie 2: Essais – Essai T: Soudure
Modification n° 1 (1987)

CEI 61189-1: 1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'inter-
connexion et les ensembles – Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie

CEI 61189-2: 1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion
et les ensembles – Partie 2: Méthodes d'essai des matériaux pour structures d'interconnexion

CEI 61189-3: 1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion
et les ensembles – Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion (cartes imprimées)

CEI 61249-8-5: Matériaux pour les structures d'interconnexion – Partie 8: Série de spéci-
fications intermédiaires pour les films et revêtements non conducteurs – Section 5:
Revêtements permanents de polymère1)

CEI 62326-4-1: 1996, Cartes imprimées – Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides
avec connexions intercouches. Spécification intermédiaire – Section 1: Spécification parti-
culière d'agrément: niveaux des performances A, B et C

________
1)   A publier.
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MATERIALS FOR INTERCONNECTION STRUCTURES –

Part 8: Sectional specification set for non-conductive films and coatings –

Section 8: Temporary polymer coatings

1 Scope

This specification within the IEC 61249 series details requirements for the qualification of
temporary solder resist coatings. These have been referred to as a mask in this specification
since they have the facility of being readily removed.

Peelable solder masks are applied (usually by screen printing) to areas of a completed printed
board or panel prior to shipment, in order to protect areas of the board or panel during
subsequent processes by the board assembler. Typically, peelable solder masks are used to
protect keypad contacts during fluxing and subsequent mass soldering. Removal of the mask
will then leave a residue-free untinned contact area.

Requirements stated in this specification will also have some limited validity for assessing the
suitability of printed boards which are supplied with peelable solder masks. Requirements for
the release of printed boards using peelable solder masks should be included in the Customer
Detail Specification (CDS).

Requirements for the qualification of permanent polymeric solder resistive coatings are given in
IEC 61249-8-51) , which has been used as a template in constructing this specification, in as
far as it may apply.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this section of IEC 61249-8. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to
agreements based on this section of IEC 61249-8 are encouraged to investigate the possibility
of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of
IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 60068-2-20: 1979, Basic environmental test procedures – Part 2: Tests – Test T: Soldering
Amendment No. 1 (1987)

IEC 61189-1: 1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies – Part 1: General test methods and methodology

IEC 61189-2: 1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies – Part 2: Test methods for materials for interconnection structures

IEC 61189-3: 1997, Test methods for electrical materials, interconnection structures and
assemblies – Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)

IEC 61249-8-5: Materials for interconnection structures – Part 8: Sectional specification set for
non-conductive films and coatings – Section 5: Permanent polymer coatings1)

IEC 62326-4-1: 1996, Printed board – Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections – Sectional specification – Section 1: Capability detail specification: Performance
levels A, B and C

________
1)  To be published .
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3 Propriétés

3.1 Généralités

Dans tous les cas, les masques de brasage détachables doivent être stockés, appliqués et
traités conformément aux instructions du fournisseur. Le revêtement traité doit produire un
revêtement résistant et élastique sans vide et/ou piqûres dans le masque de brasage amovible.

Sauf spécification contraire, l'échantillon d’essai doit comprendre cinq éprouvettes de
vérification, dont les détails sont donnés dans la CEI 62326-4-1, éprouvette G. Plusieurs essais
peuvent être effectués en séquence sur le même spécimen d’essai.

Les essais suivants sont spécifiés dans la CEI 61249-8-5, mais ne sont pas considérés comme
nécessaires pour les masques de brasage détachables; cela est dû à la nature et à l'utilisation
du matériau:

– résistance aux moisissures;

– inflammabilité;

– stabilité/vieillissement hydrolytique;

– rigidité électrique normale au plan du revêtement de réserve de brasure;

– permittivité et facteur de dissipation après chaleur humide et reprise;

– indice de résistance au cheminement;

– corrosion de bord;

– usinabilité;

– dureté;

– résistance d'isolement;

– humidité et résistance d'isolement;

– électromigration;

– stockage à température élevée;

– cycle thermique.

3.2 Adhérence (méthode de la bande sensible à la pression)

Si l'essai est conforme à l’essai 3X12 de la CEI 61189-3, il ne doit pas y avoir de marque du
masque de brasage détachable adhérant à la carte imprimée ou dans les trous.

NOTE – C'est l’inverse de l'exigence pour les revêtements permanents de surface organique.

Le présent essai doit être effectué:

a) sans conditionnement;

b) après choc thermique avec le masque détachable conformément à l’essai 3N02 de la
CEI 61189-3. Le temps de flottement doit être de 5 s.

La présente méthode est considérée comme plus objective que la technique d'arrachement
manuel; elle est la méthode d'arbitrage.

3.3 Adhérence (technique d'arrachement manuel)

Un minimum de trois cartes de production complètes doit être utilisé pour le présent essai. Le
masque de brasage détachable doit être déjà prêt à être enlevé à la main, et doit être détaché
en une seule pièce (si le motif le permet). Après enlèvement du masque, il ne doit pas y avoir
de résidus ou débris sur la surface de la carte imprimée ou dans les trous.
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3 Properties

3.1 General

In all cases the peelable solder masks shall be stored, applied, and cured in accordance with
the material supplier's instructions. The cured coating shall produce a tough and resilient
coating without voids and/or pinholes in the temporary solder mask.

Unless otherwise specified, the test sample shall comprise five chequerboard test specimens,
details of which are given in IEC 62326-4-1, test specimen G. Many of the tests can be
conducted in sequence on the same test specimen.

The following tests are specified in IEC 61249-8-5, but are not considered necessary for
peelable solder mask due to the nature and use of the material:

– mould growth resistance;

– flammability;

– hydrolytic stability / ageing;

– electric strength normal to the plane of the solder resist coating;

– permittivity and dissipation factor after damp heat and recovery;

– comparative tracking index;

– corrosion at the edge;

– machinability;

– hardness;

– insulation resistance;

– moisture and insulation resistance;

– electromigration;

– high temperature storage;

– thermal cycling.

3.2 Adhesion (pressure sensitive tape method)

When tested in accordance with IEC 61189-3 Test 3X12, there shall be no evidence of
peelable solder mask adhering to the printed board or in any holes.

NOTE – This is the reverse of the requirement for permanent organic surface coatings.

This test shall be conducted:

a) without conditioning;

b) after thermal shock with the peelable mask down in accordance with IEC 61189-3,
test 3N02. The float time shall be 5 s.

This method is considered to be more objective than the hand peel technique, and is the
referee method.

3.3 Adhesion (hand peel technique)

A minimum of three complete production boards shall be used for this test. The peelable solder
mask shall be readily removable by hand, and shall detach in a single piece (pattern
permitting). After removal of the mask, there shall be no residue or debris on the surface of the
printed board or in any holes.
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Le présent essai doit être effectué:

a) sans conditionnement;

b) après conditionnement (flottement de la brasure) conformément à l’essai 3N02 de la
CEI 61189-3. Le temps de flottement doit être de 5 s.

Le présent essai est inclus pour permettre l'évaluation des cartes de production, en plus des
éprouvettes prévues.

3.4 Choc thermique

L'éprouvette doit être préconditionnée conformément à l’essai 1P02 de la CEI 61189-1 entre 1 h et 4 h.
Les éprouvettes doivent alors être soumises au choc thermique conformément à l’essai 3N02 de
la CEI 61189-3 utilisant un flux activé (0,2 %) comme spécifié en 6.6.2 de la CEI 60068-2-20.

Le temps de flottement doit être de 5 s. Après le choc thermique, le masque de brassage
détachable ne doit présenter ni rétrécissement, ni carbonisation, ni cassure ou décollement.

3.5 Résistance aux solvants après brasage

Après avoir effectué le flottement du brassage selon 3.4, les éprouvettes doivent être essayées
conformément à l’essai 3C04 de la CEI 61189-3. Après application du solvant, il ne doit pas y avoir
d’enflure, de rétrécissement, de cloquage, ou décollement du revêtement détachable.

3.6 Brasabilité

Les éprouvettes, après application et enlèvement du revêtement, doivent être essayées
conformément à l’essai 3X07 de la CEI 61189-3. Un flux non activé doit être utilisé, comme
spécifié en 6.6.1 de la CEI 60068-2-20.

Les essais doivent être effectués sur des éprouvettes séparées d’un même lot:

a) avant application du masque de brasage détachable;

b) après application et enlèvement du masque.

La brasabilité des éprouvettes ne doit pas être affectée d'une manière défavorable par le
processus d'application et d'enlèvement du masque.

3.7 Propriétés après enlèvement du masque (claviers)

3.7.1 Résistance de contact

La résistance de contact ne doit pas dépasser 100 S, sauf déclaration contraire dans les
informations du fournisseur de matériau et/ou dans la Spécification Particulière Client (CDS).
Cette exigence doit être satisfaite:

a) avant application du masque de brasage détachable;

b) après application et enlèvement du masque.

Après enlèvement du masque de brasage détachable, l'augmentation de la résistance de
contact ne doit pas dépasser 15 %.

Les éprouvettes doivent être essayées conformément à l’essai 2E16 de la CEI 61189-2.
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This test shall be conducted:

a) without conditioning;

b) after conditioning (solder float) in accordance with IEC 61189-3, test 3N02. The float time
shall be 5 s.

This test is included to enable the evaluation of production boards, in addition to dedicated test
specimens.

3.4 Thermal shock

The specimen shall be preconditioned in accordance with IEC 61189-1, test 1P02 for between
1 h and 4 h. The specimens shall then be subjected to the thermal shock in accordance with
IEC 61189-3, test 3N02 using an activated flux (0,2 %), as specified in 6.6.2 of IEC 60068-2-20.

The float time shall be 5 s. After thermal shock the peelable solder mask shall not exhibit
shrinkage, charing, embrittlement or lifting.

3.5 Resistance to solvents after soldering

After performing solder float according to 3.4 the specimens shall be tested in accordance with
IEC 61189-3, test 3C04. After application of the solvent there shall be no swelling, shrinkage,
blistering or lifting of the peelable coating.

3.6 Solderability

The specimens, after application and removal of the coating, shall be tested in accordance with
IEC 61189-3, test 3X07. A non-activated flux shall be used, as specified in 6.6.1 of IEC 60068-
2-20.

Tests shall be conducted on separate specimens of the same batch:

a) before application of the peelable solder mask;

b) after application and removal of the mask.

The solderability of the specimens shall not be adversely affected by the process of applying
and removal of the mask.

3.7 Properties after mask removal (keypads)

3.7.1 Contact resistance

The contact resistance shall not exceed 100 S, unless otherwise stated in the material
supplier's data, and/or in the Customer Detail Specification (CDS). This requirement shall be
met:

a) before application of the peelable solder mask;

b) after application and removal of the mask.

After removal of the peelable solder mask, the rise in contact resistance shall not exceed 15 %.

Specimens shall be tested in accordance with IEC 61189-2, test 2E16.
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3.7.2 Propriété de la carte

Il ne doit pas y avoir de dégradation de la propriété de la carte comme résultat de l'application
et de l'enlèvement du masque, par exemple brasabilité, susceptibilité à l'électromigration,
diminution de la résistance superficielle d'isolement.

4 Conteneurs et leur marquage

Les composés constituants qui sont à fournir pour produire le masque de brasage détachable
traité doivent être fournis dans des conteneurs solides, propres et secs. En plus du marquage
statutaire, chaque conteneur dans l'expédition doit être marqué clairement et de façon
indélébile avec les informations suivantes:

a) le type de matériau;

b) les conditions spécifiées de stockage et une date limite d'utilisation;

c) les détails des conditions de mélange et de traitement;

d) le lot ou le numéro de lot et la date de fabrication;

e) le volume dans le conteneur;

f) l'identité du fabricant et le lieu de fabrication.
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3.7.2 Board properties

There shall be no degradation of the properties of the board as a result of mask application
and removal, for example, solderability, susceptibility to electromigration, decrease of surface
insulation resistance.

4 Containers and their markings

The constituent compounds which are to be supplied to produce the cured peelable solder
mask shall be supplied in sound, clean, dry containers. In addition to any statutory markings,
each container in the consignment shall be clearly and indelibly marked with the following:

a) the type of material;

b) the specified storage conditions and a final date for use;

c) details of mixing and curing conditions;

d) the lot or batch number and date of manufacture;

e) the volume in the container;

f) the identity of the manufacturer and site of manufacture.
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Annexe A
(informative)

Tableau de conversion

Numéro de
la publication

CEI

Numéro de
la méthode

d'essai
Description

Numéro de la
publication CEI

en vigueur

Numéro de
 la méthode

d’essai

CEI 61189-1 1P01 Préconditionnement, conditions atmosphériques normales CEI 60326/9.1.1 18a

CEI 61189-1 1P02 Préconditionnement, 125 °C CEI 60326/9.1.2 18b

CEI 61189-1 1P03 Vieillissement accéléré à la vapeur d'eau/oxygène CEI 60326/9.4 20a

CEI 61189-2 2C01 Résistance à l'hydroxyde de sodium

CEI 61189-2 2C02 Temps de gel des matériaux préimprégnés

CEI 61189-2 2C03 Contenu en résine des matériaux préimprégnés
par poids traité

CEI 61189-2 2C04 Contenu volatile des matériaux préimprégnés

CEI 61189-2 2C05 Cloquage après choc thermique CEI 60249/3.7

CEI 61189-2 2C06 Inflammabilité verticale CEI 60249/4.3.4

CEI 61189-2 2C07 Inflammabilité horizontale CEI 60249/4.3.3

CEI 61189-2 2C08 Inflammabilité, matériau isolant flexible CEI 60249/4.3.5

CEI 61189-2 2C09 Viscosité de fusion des matériaux préimprégnés

CEI 61189-2 2C10 Contenu en résine des matériaux préimprégnés
par sublimation

CEI 61189-2 2D01 Epaisseur CEI 60249/3.14

CEI 61189-2 2E01 Cheminement superficiel, condition d'humidité CEI 60112

CEI 61189-2 2E02 Rigidité électrique aux fréquences industrielles CEI 60243

CEI 61189-2 2E03 Résistance superficielle après l'essai continu
de chaleur humide

CEI 60249/2.2

CEI 61189-2 2E04 Résistivité transversale après l'essai continu
de chaleur humide

CEI 60249/2.3

CEI 61189-2 2E05 Permittivité et facteur de dissipation diélectrique CEI 60250

CEI 61189-2 2E06 Résistivité transversale et superficielle, 3 électrodes CEI 60093/

CEI 61189-2 2E07 Résistance superficielle et résistivité transversale
à haute température

CEI 60249/2.9

CEI 61189-2 2E08 Corrosion de surface CEI 60249/2.4

NOTES
1) CEI 61189: Méthodes d'essai pour les matériaux électriques,  2) C  = chimique

les structures d'interconnexion et ensembles D = dimensionnel
Partie 1: Méthodes d'essai générales et méthodologie E = électrique
Partie 2: Méthodes d'essai pour les matériaux pour les structures M = mécanique
d'interconnexion N = environnemental
Partie 3: Méthodes d'essai pour les structures d'interconnexion P = réparation/conditionnement

V = visuel
X = divers
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Annex A
(informative)

Conversion table

IEC
publication

number

Test method
number

Description
Current IEC
publication

number

Test method
number

IEC 61189-1 1P01 Pre-conditioning, standard atmospheric conditioning IEC 60326/9.1.1 18a

IEC 61189-1 1P02 Pre-conditioning, 125 °C IEC 60326/9.1.2 18b

IEC 61189-1 1P03 Accelerated ageing, steam/oxygen IEC 60326/9.4 20a

IEC 61189-2 2C01 Resistance to sodium hydroxide

IEC 61189-2 2C02 Gel time of prepregnation

IEC 61189-2 2C03 Resin content of prepregnation by treated weight

IEC 61189-2 2C04 Volatile content of prepregnation

IEC 61189-2 2C05 Blistering after thermal shock IEC 60249/3.7

IEC 61189-2 2C06 Flammability, vertical IEC 60249/4.3.4

IEC 61189-2 2C07 Flammability, horizontal IEC 60249/4.3.3

IEC 61189-2 2C08 Flammability, flex material IEC 60249/4.3.5

IEC 61189-2 2C09 Melting viscosity of prepregnation materials

IEC 61189-2 2C10 Resin content of prepregnation by sublimation

IEC 61189-2 2D01 Thickness IEC 60249/3.14

IEC 61189-2 2E01 Surface tracking, moisture condition IEC 60112

IEC 61189-2 2E02 Electrical strength at power frequency IEC 60243

IEC 61189-2 2E03 Surface resistance, damp heat, steady state IEC 60249/2.2

IEC 61189-2 2E04 Volume resistivity, damp heat, steady state IEC 60249/2.3

IEC 61189-2 2E05 Permittivity and dielectric dissipation IEC 60250

IEC 61189-2 2E06 Volume and surface resistivity, 3 electrodes IEC 60993/

IEC 61189-2 2E07 Surface and volume resistivity, elevated temperature IEC 60249/2.9

IEC 61189-2 2E08 Surface corrosion IEC 60249/2.4

NOTES
1) IEC 61189: Test methods for electrical materials, interconnection 2)  C = chemical

structures and assemblies  D = dimensional
Part 1: General test methods and methodology  E = electrical
Part 2: Test methods for materials for interconnection  M = mechanical
structures  N = environmental
Part 3: Test methods for interconnection structures  P = preparation/conditioning

 V = visual
 X = miscellaneous
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Numéro de
la publication

CEI

Numéro de
la méthode

d'essai
Description

Numéro de la
publication CEI

en vigueur

Numéro de
 la méthode

d’essai

CEI 61189-2 2E09 Indice de résistance au cheminement CEI 60249/2.6

CEI 61189-2 2E10 Permittivité et facteur de dissipation CEI 60249/2.7

CEI 61189-2 2E11 Rigidité électrique CEI 60249/2.8

CEI 61189-2 2E12 Résistance de la feuille CEI 60249/2.1

CEI 61189-2 2E13 Corrosion de bord CEI 60249/2.5

CEI 61189-2 2E14 Résistance de l'arc

CEI 61189-2 2E15 Claquage diélectrique

CEI 61189-2 2E16 Résistance de contact des cartes imprimées avec détrompeur

CEI 61189-2 2M01 Courbure/vrillage CEI 60249/3.1

CEI 61189-2 2M02 Courbure/vrillage après traitement thermique CEI 60249/3.2

CEI 61189-2 2M03 Facteur de traitement des matériaux de base par DSC/TMA CEI 60249/3.3

CEI 61189-2 2M04 Vrillage après traitement thermique CEI 60249/3.4

CEI 61189-2 2M05 Force d'arrachement CEI 60249/3.5

CEI 61189-2 2M06 Force d'adhérence après exposition à la vapeur de solvant CEI 60249/3.6.4

CEI 61189-2 2M07 Force d'adhérence après immersion dans un solvant CEI 60249/3.6.6

CEI 61189-2 2M08 Résistance aux flexions répétées ISO 178

CEI 61189-2 2M09 Fluage des résines des matériaux préimprégnés

CEI 61189-2 2M10 Transition vitreuse delta (DSC)

CEI 61189-2 2M11 Température de transition vitreuse (TMA)

CEI 61189-2 2M12 Ondulation superficielle

CEI 61189-2 2M13 Force d'adhérence/ après condition CEI 60249/3.6.1

CEI 61189-2 2M14 Force d'adhérence après choc thermique CEI 60249/3.6.2

CEI 61189-2 2M15 Force d'adhérence après chaleur sèche CEI 60249/3.6.3

CEI 61189-2 2M16 Force d'adhérence après conditions simulées
de revêtement électrolytique

CEI 60249/3.6.5

CEI 61189-2 2M17 Force d'adhérence à haute température CEI 60249/3.6.7

CEI 61189-2 2M18 Qualité de surface CEI 60249/3.9

CEI 61189-2 2M19 Poinçonnage CEI 60249/3.8

CEI 61189-2 2M20 Flexion CEI 60249/4.1

CEI 61189-2 2M21 Résistance aux flexions répétées pour stratifiés flexibles CEI 60249/3.12

CEI 61189-2 2M22 Masse de la feuille métallique après collage (gravure) CEI 60249/3.13

CEI 61189-2 2M23 Rectangularité CEI 60249/3.15

CEI 61189-2 2M24 Coefficient de dilatation thermique CEI 60249/4.5

CEI 61189-2 2M25 Temps pour décollement interlaminaire

CEI 61189-2 2M26 Fluage gradué des matériaux préimprégnés

CEI 61189-2 2M27 Propriétés de fluage des résines utilisées dans les
couches de protection, de collage et d'adhésion

CEI 61189-2 2N01 Méthode de l'autoclave ménager CEI 60249/4.2

CEI 61189-2 2N02 Absorption d'eau CEI 60249/4.4
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IEC
publication

number

Test method
number Description

Current IEC
publication

number

Test method
number

IEC 61189-2 2E09 Comparative tracking index IEC 60249/2.6

IEC 61189-2 2E10 Permittivity and dissipation factor IEC 60249/2.7

IEC 61189-2 2E11 Electric strength IEC 60249/2.8

IEC 61189-2 2E12 Resistance of foil IEC 60249/2.1

IEC 61189-2 2E13 Corrosion at edge IEC 60249/2.5

IEC 61189-2 2E14 Arc resistance

IEC 61189-2 2E15 Dielectric break-down

IEC 61189-2 2E16 Contact resistance of printed circuit keypad cont.

IEC 61189-2 2M01 Bow/twist IEC 60249/3.1

IEC 61189-2 2M02 Bow/twist after etching and heating IEC 60249/3.2

IEC 61189-2 2M03 Cure factor of base materials by DSC/TMA IEC 60249/3.3

IEC 61189-2 2M04 Twist after heating IEC 60249/3.4

IEC 61189-2 2M05 Pull off strength IEC 60249/3.5

IEC 61189-2 2M06 Peel strength/solvent vapour IEC 60249/3.6.4

IEC 61189-2 2M07 Peel strength/solvent dip IEC 60249/3.6.6

IEC 61189-2 2M08 Flexural strength ISO 178

IEC 61189-2 2M09 Resin flow of prepregnation

IEC 61189-2 2M10 Delta glass transition (DSC)

IEC 61189-2 2M11 Glass transition temperature (TMA)

IEC 61189-2 2M12 Surface waviness

IEC 61189-2 2M13 Peel strength/after condition IEC 60249/3.6.1

IEC 61189-2 2M14 Peel strength/thermal shock IEC 60249/3.6.2

IEC 61189-2 2M15 Peel strength/dry heat IEC 60249/3.6.3

IEC 61189-2 2M16 Peel strength/simulated plating IEC 60249/3.6.5

IEC 61189-2 2M17 Peel strength/elevated temperature IEC 60249/3.6.7

IEC 61189-2 2M18 Surface quality IEC 60249/3.9

IEC 61189-2 2M19 Punching IEC 60249/3.8

IEC 61189-2 2M20 Flexural strength IEC 60249/4.1

IEC 61189-2 2M21 Flexural fatigue for flexible laminates IEC 60249/3.12

IEC 61189-2 2M22 Weight of foil after lamination (etching) IEC 60249/3.13

IEC 61189-2 2M23 Squareness IEC 60249/3.15

IEC 61189-2 2M24 Coefficient of thermal expansion IEC 60249/4.5

IEC 61189-2 2M25 Time to delamination

IEC 61189-2 2M26 Scaled flow of prepregnation

IEC 61189-2 2M27 Resin flow properties, coverlay and bonding films

IEC 61189-2 2N01 Pressure cooker test IEC 60249/4.2

IEC 61189-2 2N02 Water absorption IEC 60249/4.4
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Numéro de
la publication

CEI

Numéro de
la méthode

d'essai
Description

Numéro de la
publication CEI

en vigueur

Numéro de
 la méthode

d’essai

CEI 61189-2 2P01 Chaleur sèche CEI 60068-2-2/Ba

CEI 61189-2 2P02 Contrainte de flottaison sur bain de brasure CEI 60068-2-20/T

CEI 61189-2 2X02 Stabilité dimensionnelle, stratifiés minces CEI 60249/3.11

CEI 61189-3 3C01 Inflammabilité, cartes imprimées rigides après
enlèvement du métal

CEI 60326/8.4.1 16a

CEI 61189-3 3C02 Inflammabilité, essai au fil incandescent sur cartes
imprimées rigides

CEI 60326/8.4.2 16b

CEI 61189-3 3C03 Inflammabilité, essai au brûleur-aiguille sur cartes
imprimées rigides

CEI 60326/8.4.3 16c

CEI 61189-3 3C04 Résistance aux solvants et aux flux CEI 60326/8.5 17a

CEI 61189-3 3C05 Corrosion électrolytique, films rigides et minces CEI 60426/all

CEI 61189-3 3C06 Inflammabilité, essai au fil incandescent sur cartes
imprimées rigides

CEI 60695-2-1

CEI 61189-3 3C07 Inflammabilité, essai au brûleur-aiguille sur cartes
imprimées rigides

CEI 60695-2-2

CEI 61189-3 3C08 Combustion verticale ISO R 1326

CEI 61189-3 3C09 Absorption d'eau ISO Std 62

CEI 61189-3 3C10 Contamination organique superficielle (interne)

CEI 61189-3 3C11 Résistivité de l'extrait de solvant (contamination ionique)

CEI 61189-3 3C12 Contamination organique superficielle (infrarouge)

CEI 61189-3 3D01 Méthode optique CEI 60326/5.2.2 2a

CEI 61189-3 3D02 Largeur du conducteur et espacement

CEI 61189-3 3D03 Contrôle optique automatisé

CEI 61189-3 3D04 Examen dimensionnel, généralités CEI 60326/5.2 2

CEI 61189-3 3E01 Isolement du circuit CEI 60326/6.2.1 4a

CEI 61189-3 3E02 Continuité du circuit CEI 60326/6.2.2 4b

CEI 61189-3 3E03 Résistance d'isolement, couches de surface CEI 60326/6.4.1 6a

CEI 61189-3 3E04 Résistance d'isolement, couches internes CEI 60326/6.4.2 6b

CEI 61189-3 3E05 Résistance d'isolement entre couches CEI 60326/6.4.3 6c

CEI 61189-3 3E06 Dérive de fréquence CEI 60326/6.6 8a

CEI 61189-3 3E07 Impédance du circuit CEI 60326/6.7 9a

CEI 61189-3 3E08 Variation de résistance des trous métallisés, cycle thermique CEI 60326/6.1.3 3c

CEI 61189-3 3E09 Epreuve de tension, couches de surface CEI 60326/6.5.1 7a

CEI 61189-3 3E10 Epreuve de tension entre couches CEI 60326/6.5.2 7b

CEI 61189-3 3E11 Résistance des interconnexions, cartes imprimées multicouches

CEI 61189-3 3E12 Résistance des conducteurs CEI 60326/6.1.1 3a

CEI 61189-3 3E13 Résistance des interconnexions CEI 60326/6.1.2 3b

CEI 61189-3 3E14 Epreuve de courant, trous métallisés CEI 60326/6.3.1 5a

CEI 61189-3 3E15 Epreuve de courant, conducteurs CEI 60326/6.3.2 5b

CEI 61189-3 3E16 Variation de résistance du trou métallisé, choc thermique CEI 60326/6.1.3 3c

CEI 61189-3 3E17 Détermination de l'impédance caractéristique en
production par réflectométrie, domaine temporel
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IEC
publication

number

Test method
number Description

Current IEC
publication

number

Test method
number

IEC 61189-2 2P01 Dry heat IEC 60068-2-2/Ba

IEC 61189-2 2P02 Solder float stress IEC 60068-2-20/T

IEC 61189-2 2X02 Dimensional stability, thin laminates IEC 60249/3.11

IEC 61189-3 3C01 Flammability, rigid printed board metal removal IEC 60326/8.4.1 16a

IEC 61189-3 3C02 Flammability, rigid printed board glow wire test IEC 60326/8.4.2 16b

IEC 61189-3 3C03 Flammability, rigid printed board neeldle flame test IEC 60326/8.4.3 16c

IEC 61189-3 3C04 Solvent and flux resistance IEC 60326/8.5 17a

IEC 61189-3 3C05 Electrolitic corrosion, rigid and thin film IEC 60426/all

IEC 61189-3 3C06 Flammability, glow wire test, rigid printed boards IEC 60695-2-1

IEC 61189-3 3C07 Flammability, needle flame, rigid printed boards IEC 60695-2-2

IEC 61189-3 3C08 Vertical burning ISO R 1326

IEC 61189-3 3C09 Water absorption ISO Std 62

IEC 61189-3 3C10 Surface organic contaminates (in-house)

IEC 61189-3 3C11 Resistivity of solvent extract (ionic contaminates)

IEC 61189-3 3C12 Surface organic contaminates (infrared)

IEC 61189-3 3D01 Optical method IEC 60326/5.2.2 2a

IEC 61189-3 3D02 Conductor width and spacing

IEC 61189-3 3D03 Automated optical inspection

IEC 61189-3 3D04 Dimensional examination, general IEC 60326/5.2 2

IEC 61189-3 3E01 Circuit isolation IEC 60326/6.2.1 4a

IEC 61189-3 3E02 Circuit continuity IEC 60326/6.2.2 4b

IEC 61189-3 3E03 Insulation resistance, surface layers IEC 60326/6.4.1 6a

IEC 61189-3 3E04 Insulation resistance, internal layers IEC 60326/6.4.2 6b

IEC 61189-3 3E05 Insulation resistance, between layers IEC 60326/6.4.3 6c

IEC 61189-3 3E06 Frequency drift IEC 60326/6.6 8a

IEC 61189-3 3E07 Circuit impedance IEC 60326/6.7 9a

IEC 61189-3 3E08 Plated through hole resistance change, thermo cycle IEC 60326/6.1.3 3c

IEC 61189-3 3E09 Voltage proof, surface layers IEC 60326/6.5.1 7a

IEC 61189-3 3E10 Voltage proof, between layers IEC 60326/6.5.2 7b

IEC 61189-3 3E11 Interconnection resistance, multilayer printed boards

IEC 61189-3 3E12 Resistance of conductors IEC 60326/6.1.1 3a

IEC 61189-3 3E13 Resistance of interconnections IEC 60326/6.1.2 3b

IEC 61189-3 3E14 Current proof, plated through hole IEC 60326/6.3.1 5a

IEC 61189-3 3E15 Current proof, conductors IEC 60326/6.3.2 5b

IEC 61189-3 3E16 Plated through hole resistance change, thermal shock IEC 60326/6.1.3 3c

IEC 61189-3 3E17 Production determination of characteristic impedance by
time domain reflectometry
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Numéro de
la publication

CEI

Numéro de
la méthode

d'essai
Description

Numéro de la
publication CEI

en vigueur

Numéro de
 la méthode

d’essai

CEI 61189-3 3M01 Force d'adhérence, conditions atmosphériques normales CEI 60326/7.1.1 10a

CEI 61189-3 3M02 Force d'adhérence, température élevée CEI 60326/7.1.2 10b

CEI 61189-3 3M03 Force d'arrachement, trous métallisés sans pastilles CEI 60326/7.2.2 11b

CEI 61189-3 3M04 Planéité CEI 60326/7.3 12a

CEI 61189-3 3M05 Force d'adhérence, cartes imprimées souples, conditions
atmosphériques normales

CEI 60326/7.1.3 10c

CEI 61189-3 3M06 Résistance aux flexions répétées, cartes imprimées souples CEI 60326/7.4 21a

CEI 61189-3 3M07 Force d'arrachement, pastilles avec trous non métallisés CEI 60326/7.2.1 11a

CEI 61189-3 3M08 Résistance à l'abrasion des revêtements organiques
de surface de la carte imprimée

CEI 61189-3 3M09 Degré de polymérisation des revêtements organiques  
de surface de la carte imprimée

CEI 61189-3 3N01 Choc thermique, immersion dans un bain d'huile CEI 60326/9.2.1 19a

CEI 61189-3 3N02 Choc thermique, flottement sur un bain de brasure à 280 °C CEI 60326/9.2.3 19c

CEI 61189-3 3N03 Choc thermique, brasure au fer CEI 60326/9.2.4 19d

CEI 61189-3 3N04 Choc thermique, brasure au trempé CEI 60326/9.2.5 19e

CEI 61189-3 3N05 Choc thermique, flottement sur un bain de brasure à 280 °C CEI 60326/9.2.6 19f

CEI 61189-3 3N06 Essai continu de chaleur humide CEI 60068-2-3/Ca

CEI 61189-3 3N07 Cycle thermique CEI 60068-2-30/Da

CEI 61189-3 3N08 Choc thermique, immersion dans un bain de sable fluidisé CEI 60326/9.2.2 19b

CEI 61189-3 3N12 Humidité et résistance d'isolement pour cartes imprimées

CEI 61189-3 3V01 Méthode de grossissement 3 X CEI 60326/5.1.1 1a

CEI 61189-3 3V02 Méthode de grossissement 10 X CEI 60326/5.1.2 1b

CEI 61189-3 3V03 Méthode de grossissement 250 X CEI 60326/5.1.3 1c

CEI 61189-3 3V04 Contrôle visuel général CEI 60326/5.1 1

CEI 61189-3 3X01 Adhérence du revêtement, méthode du ruban adhésif CEI 60326/8.1.1 13a

CEI 61189-3 3X02 Adhérence du revêtement, méthode du brunissement CEI 60326/8.1.2 13b

CEI 61189-3 3X03 Porosité, exposition au gaz CEI 60326/8.1.3 13c

CEI 61189-3 3X04 Porosité, électrographie, revêtement d'or sur cuivre CEI 60326/8.1.4 13d

CEI 61189-3 3X05 Porosité, électrographie, revêtement d'or sur nickel CEI 60326/8.1.5 13e

CEI 61189-3 3X06 Epaisseur de métallisation CEI 60326/8.1.6 13f

CEI 61189-3 3X07 Brasabilité, essai de trempage des bords CEI 60326/8.2 14a

CEI 61189-3 3X08 Décollement interlaminaire, choc thermique CEI 60326/8.3.1 15a

CEI 61189-3 3X09 Coupe micrographique CEI 60326/8.3.2 15b

CEI 61189-3 3X10 Brasabilité, essai de CEI 60326/8.2 14a

CEI 61189-3 3X11 Evaluation de la carte multicouche par couches internes

CEI 61189-3 3X12 Adhérence de la finition organique de surface de
la carte imprimée
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IEC
publication

number

Test method
number Description

Current IEC
publication

number

Test method
number

IEC 61189-3 3M01 Peel strength, standard atmospheric IEC 60326/7.1.1 10a

IEC 61189-3 3M02 Peel strength, elevated temperature IEC 60326/7.1.2 10b

IEC 61189-3 3M03 Pull out strength, landless plated through hole IEC 60326/7.2.2 11b

IEC 61189-3 3M04 Flatness IEC 60326/7.3 12a

IEC 61189-3 3M05 Peel strength, flexible printed board, standard
atmospheric conditions

IEC 60326/7.1.3 10c

IEC 61189-3 3M06 Flexural fatigue, flexible printed board IEC 60326/7.4 21a

IEC 61189-3 3M07 Pull off strength, lands with plain holes IEC 60326/7.2.1 11a

IEC 61189-3 3M08 Resistance of abrasion of printed board organic surface
coatings

IEC 61189-3 3M09 Degree of cure of printed board organic surface coatings

IEC 61189-3 3N01 Thermal shock, immersion, oil bath IEC 60326/9.2.1 19a

IEC 61189-3 3N02 Thermal shock, float, solder, 280 °C IEC 60326/9.2.3 19c

IEC 61189-3 3N03 Thermal shock, hand soldering IEC 60326/9.2.4 19d

IEC 61189-3 3N04 Thermal shock, dip soldering IEC 60326/9.2.5 19e

IEC 61189-3 3N05 Thermal shock, float, solder, 280 °C IEC 60326/9.2.6 19f

IEC 61189-3 3N06 Damp heat, steady state IEC 60068-2-3/Ca

IEC 61189-3 3N07 Temperature cycling IEC 60068-2-30/Da

IEC 61189-3 3N08 Thermal shock, immersion fluidized sand IEC 60326/9.2.2 19b

IEC 61189-3 3N12 Moisture and insulation resistance for printed boards

IEC 61189-3 3V01 3 X magnification IEC 60326/5.1.1 1a

IEC 61189-3 3V02 10 X magnification IEC 60326/5.1.2 1b

IEC 61189-3 3V03 250 X magnification IEC 60326/5.1.3 1c

IEC 61189-3 3V04 General visual IEC 60326/5.1 1

IEC 61189-3 3X01 Plating adhesion, tape method IEC 60326/8.1.1 13a

IEC 61189-3 3X02 Plating adhesion, burnish method IEC 60326/8.1.2 13b

IEC 61189-3 3X03 Porosity, gas exposure IEC 60326/8.1.3 13c

IEC 61189-3 3X04 Porosity, electrographic, gold on copper IEC 60326/8.1.4 13d

IEC 61189-3 3X05 Porosity, electrographic, gold onnickel IEC 60326/8.1.5 13e

IEC 61189-3 3X06 Plating thickness IEC 60326/8.1.6 13f

IEC 61189-3 3X07 Solderability, edge dip test IEC 60326/8.2 14a

IEC 61189-3 3X08 Delamination, thermal shock IEC 60326/8.3.1 15a

IEC 61189-3 3X09 Microsection IEC 60326/8.3.2 15b

IEC 61189-3 3X10 Solderability, rotary dip test IEC 60326/8.2 14a

IEC 61189-3 3X11 Assessment of multilayer printed board for inner layers

IEC 61189-3 3X12 Adhesion of organic surface finish to printed board
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Standards Survey

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published.

The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related
information to meet your future needs

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131

1211 Geneva 20
Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211  GENEVA 20
Switzerland
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1.

No. of IEC standard:

.......................................................

2.

Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

 the buyer

 the user

 a librarian

 a researcher

 an engineer

 a safety expert

 involved in testing

 with a government agency

 in industry

 other........................................

3.

This standard was purchased from?

.......................................................

4.

This standard will be used
(check as many as apply):

 for reference

 in a standards library

 to develop a new product

 to write specifications

 to use in a tender

 for educational purposes

 for a lawsuit

 for quality assessment

 for certification

 for general information

 for design purposes

 for testing

 other........................................

5.

This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

 IEC

 ISO

 corporate

 other (published by ................... )

 other (published by ................... )

 other (published by ................... )

6.

This standard meets my needs
(check one)

 not at all

 almost

 fairly well

 exactly

7.

Please rate the standard in the following
areas as (1)  bad, (2)  below average,
(3) average,  (4)  above average,
(5) exceptional,  (0) not applicable:

 clearly written

 logically arranged

 information given by tables

 illustrations

 technical information

8.

I would like to know how I can legally
reproduce this standard for:

internal use

 sales information

 product demonstration

 other................................

9.

In what medium of standard does your
organization maintain most of its
standards (check one):

 paper

 microfilm/microfiche

 mag tapes

 CD-ROM

 floppy disk

 on line

9A.

If your organization currently maintains
part or all of its standards collection in
electronic media, please indicate the
format(s):

 raster image

 full text

10.

In what medium does your organization
intend to maintain its standards collection
in the future (check all that apply):

 paper

 microfilm/microfiche

 mag tape

 CD-ROM

 floppy disk

 on line

10A.

For electronic media which format will be
chosen (check one)

 raster image

 full text

11.

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

...............................................

12.

Does your organization have a standards
library:

 yes

 no

13.

If you said yes to 12 then how many
volumes:

................................................

14.

Which standards organizations
published the standards in your
library (e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI,
etc.):

................................................

15.

My organization supports the
standards-making process (check as
many as apply):

 buying standards

 using standards

 membership in standards 
organization

serving on standards 
development committee

 other ................................

16.

My organization uses (check one)

 French text only

 English text only

 Both English/French text

17.

Other comments:

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

18.

Please give us information about you
and your company

name: ..............................................

job title:............................................

company: .........................................

address: ...........................................

........................................................

........................................................

........................................................

No. employees at your location:.........

turnover/sales:..................................

L
IC

E
N

SE
D

 T
O

 M
E

C
O

N
 L

im
ited. - R

A
N

C
H

I/B
A

N
G

A
L

O
R

E
FO

R
 IN

T
E

R
N

A
L

 U
SE

 A
T

 T
H

IS L
O

C
A

T
IO

N
 O

N
L

Y
, SU

PPL
IE

D
 B

Y
 B

O
O

K
 SU

PPL
Y

 B
U

R
E

A
U

.



    

Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées.

Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos
normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire
joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131

1211 Genève 20
Suisse

Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi
à la Normalisation Internationale

Non affrancare
No stamp required

Nicht frankieren
Ne pas affranchir

 A  Prioritaire

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211  GENÈVE 20
Suisse
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1.

Numéro de la Norme CEI:

.......................................................

2.

Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

 l’acheteur

 l’utilisateur

 bibliothécaire

 chercheur

 ingénieur

 expert en sécurité

 chargé d’effectuer des essais

 fonctionnaire d’Etat

 dans l’industrie

 autres ......................................

3.

Où avez-vous acheté cette norme?

.......................................................

4.

Comment cette norme sera-t-elle uti-
lisée? (plusieurs réponses possibles)

 comme reférence

 dans une bibliothèque de normes

 pour développer un produit nouveau

 pour rédiger des spécifications

 pour utilisation dans une soumission

 à des fins éducatives

 pour un procès

 pour une évaluation de la qualité

 pour la certification

 à titre d’information générale

 pour une étude de conception

 pour effectuer des essais

 autres ......................................

5.

Cette norme est-elle appelée à être utilisée
conjointement avec d’autres normes?
Lesquelles? (plusieurs réponses possibles):

 CEI

 ISO

 internes à votre société

 autre (publiée par) .................... )

 autre (publiée par) .................... )

 autre (publiée par) .................... )

6.

Cette norme répond-elle à vos besoins?

 pas du tout

 à peu près

 assez bien

 parfaitement

7.

Nous vous demandons maintenant de donner
une note à chacun des critères ci-dessous
(1, mauvais;   2, en-dessous de la moyenne;
3, moyen;   4, au-dessus de la moyenne;
5, exceptionnel;    0, sans objet)

 clarté de la rédaction

 logique de la disposition

 tableaux informatifs

 illustrations

 informations techniques

8.

J’aimerais savoir comment je peux
reproduire légalement cette norme pour:

usage interne

 des renseignements commerciaux

 des démonstrations de produit

 autres ..............................

9.

Quel support votre société utilise-t-elle
pour garder la plupart de ses normes?

 papier

 microfilm/microfiche

 bandes magnétiques

 CD-ROM

 disquettes

 abonnement à un serveur électronique

9A.

Si votre société conserve en totalité ou en
partie sa collection de normes sous forme
électronique, indiquer le ou les formats:

 format tramé (ou image balayée 
ligne par ligne)

 texte intégral

10.

Sur quels supports votre société prévoit-
elle de conserver sa collection de normes
à l’avenir (plusieurs réponses possibles):

 papier

 microfilm/microfiche

 bandes magnétiques

 CD-ROM

 disquettes

 abonnement à un serveur électronique

10A.

Quel format serait retenu pour un moyen
électronique? (une seule réponse)

 format tramé

 texte intégral

11.

A quel secteur d’activité appartient votre société?
(par ex. ingénierie, fabrication)

...............................................

12.

Votre société possède-t-elle une
bibliothèque de normes?

 Oui

 Non

13.

En combien de volumes dans le cas
affirmatif?

................................................

14.

Quelles organisations de normalisation
ont publié les normes de cette
bibliothèque (ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

................................................

15.

Ma société apporte sa contribution à
l’élaboration des normes par les
moyens suivants
(plusieurs réponses possibles):

 en achetant des normes

 en utilisant des normes

 en qualité de membre d’organi-
sations de normalisation

en qualité de membre de 
comités de normalisation

 autres ..............................

16.

Ma société utilise (une seule réponse)

 des normes en français seulement

 des normes en anglais seulement

 des normes bilingues anglais/ 
français

17.

Autres observations

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

........................................................

18.

Pourriez-vous nous donner quelques
informations sur vous-mêmes et votre
société?

nom .................................................

fonction ............................................

nom de la société .............................

adresse............................................

........................................................

........................................................

........................................................

nombre d’employés...........................

chiffre d’affaires:...............................
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 52 by Technical Committee No. 52

60097 (1991) Systèmes de grille pour circuits imprimés.
60194 (1988) Termes et définitions concernant les circuits

imprimés.
60249: —  Matériaux de base pour circuits imprimés.
60249-1 (1982) Partie 1: Méthodes d'essai.

Modification n° 3 (1991).
Amendement n° 4 (1993).

60249-2: –  Deuxième partie: Spécifications.
60249-2-1 (1985) Spécification n° 1: Feuille de papier cellulose

phénolique recouverte de cuivre, de haute qualité
électrique.
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-2 (1985) Spécification n° 2: Feuille de papier cellulose
phénolique recouverte de cuivre, de qualité
économique.
Modification n° 2 (1990).
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

60249-2-3 (1987) Spécification n° 3: Feuille de papier cellulose
époxyde recouverte de cuivre, d'inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-4 (1987) Spécification n° 4: Feuille de tissu de verre
époxyde recouverte de cuivre, de qualité courante.

Modification n° 1 (1989). 
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

60249-2-5 (1987) Spécification n° 5: Feuille de tissu de verre
époxyde recouverte de cuivre, d'inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).
Modification n° 1 (1989). 
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

60249-2-6 (1985) Spécification n° 6: Feuille de papier cellulose
phénolique recouverte de cuivre, d'inflammabilité
définie (essai de combustion horizontale).
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-7 (1987) Spécification n° 7: Feuille de papier cellulose
phénolique recouverte de cuivre, d'inflammabilité
définie (essai de combustion verticale).
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-8 (1987) Spécification n° 8: Film flexible de polyester
(PETP) recouvert de cuivre.
Amendement n° 1 (1993).

60249-2-9 (1987) Spécification n° 9: Feuille de stratifié recouverte de
cuivre avec couches centrales en papier cellulose
époxyde et couches superficielles en tissu de verre
époxyde, d'inflammabilité définie (essai de
combustion verticale).
Modification n° 1 (1989).
Modification n° 2 (1990).
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

60249-2-10 (1987) Spécification n° 10: Feuille de stratifié époxyde
recouverte de cuivre avec renforcement de verre
tissé/non tissé, d'inflammabilité définie (essai de
combustion verticale).
Modification n° 1 (1989).
Modification n° 2 (1990).
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

(suite)

60097 (1991) Grid systems for printed circuits.
60194 (1988) Terms and definitions for printed circuits.

60249: —  Base materials for printed circuits.
60249-1 (1982) Part 1: Test methods.

Amendment No. 3 (1991).
Amendment No. 4 (1993).

60249-2: –  Part 2: Specifications.
60249-2-1 (1985) Specification No. 1: Phenolic cellulose paper

copper-clad laminated sheet, high electrical
quality.
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-2 (1985) Specification No. 2: Phenolic cellulose paper
copper-clad laminated sheet, economic quality.
Amendment No. 2 (1990).
Amendment No. 3 (1993).
Amendment No. 4 (1994).

60249-2-3 (1987) Specification No. 3: Epoxide cellulose paper
copper-clad laminated sheet, of defined
flammability (vertical burning test).
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-4 (1987) Specification No. 4: Epoxide woven glass fabric
copper-clad laminated sheet, general purpose
grade.
Amendment No. 1 (1989).  
Amendment No. 3 (1993).
Amendment No. 4 (1994).

60249-2-5 (1987) Specification No. 5: Epoxide woven glass fabric
copper-clad laminated sheet, of defined
flammability (vertical burning test).
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 3 (1993). 
Amendment No. 4 (1994).

60249-2-6 (1985) Specification No. 6: Phenolic cellulose paper
copper-clad laminated sheet, of defined
flammability (hori-zontal burning test).
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-7 (1987) Specification No. 7: Phenolic cellulose paper
copper-clad laminated sheet, of defined
flammability (vertical burning test).
 Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-8 (1987) Specification No. 8: Flexible copper-clad polyester
(PETP) film.
Amendment No. 1 (1993).

60249-2-9 (1987) Specification No. 9: Epoxide cellulose paper core,
epoxide glass cloth surfaces copper-clad laminated
sheet, of defined flammability (vertical burning
test).
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1990).
Amendment No. 3 (1993).
Amendment No. 4 (1994).

60249-2-10 (1987) Specification No. 10: Epoxide non-woven/woven
glass reinforced copper-clad laminated sheet, of
defined flammability (vertical burning test).
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1990).
Amendment No. 3 (1993).
Amendment No. 4 (1994).
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 52 (suite) by Technical Committee No. 52 (continued)

60249-2-11 (1987) Spécification n° 11: Feuille de stratifié mince en
tissu de verre époxyde, recouverte de cuivre, de
qualité courante, destinée à la fabrication des
cartes de câblages imprimés multicouches.
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-12 (1987) Spécification n° 12: Feuille de stratifié mince en
tissu de verre époxyde, recouverte de cuivre,
d'inflammabilité définie, destinée à la fabrication
des cartes de câblages imprimées multicouches.
Modification n° 1 (1989).
Amendement n° 2 (1993).
Amendement n° 3 (1994).

60249-2-13 (1987) Spécification n° 13: Film flexible de polyimide
recouvert de cuivre, de qualité courante.
Amendement n° 1 (1993).

60249-2-14 (1988) Spécification n° 14: Feuille de papier cellulose
phénolique recouverte de cuivre, d'inflam-
mabilité définie (essai de combustion verticale),
de qualité économique.
Amendement n° 2 (1990).
Amendement n° 3 (1993).
Amendement n° 4 (1994).

60249-2-15 (1987) Spécification n° 15: Film flexible de polyimide
recouvert de cuivre, d'inflammabilité définie.
Amendement n° 1 (1993).

60249-2-16 (1992) Feuille de stratifié en tissu de verre polyimide
recouverte de cuivre, d'inflammabilité définie
(essai de combustion verticale).
Amendement n° 1 (1993).
Amendement n° 2 (1994).

60249-2-17 (1992) Spécification n° 17: Feuille de stratifié mince en
tissu de verre polyimide recouverte de cuivre,
d'inflammabilité définie destinée à la fabrication
des cartes imprimées multicouches.
Amendement n° 1 (1993).
Amendement n° 2 (1994).

60249-2-18 (1992) Spécification n° 18: Feuille de stratifié en tissu
de verre époxyde avec bismaléimide/triazine
recouverte de cuivre, d'inflammabilité définie
(essai de combustion verticale).
Amendement n° 1 (1993).
Amendement n° 2 (1994).

60249-2-19 (1992) Spécification n° 19: Feuille de stratifié mince en
tissu de verre époxyde avec bismaléimide/triazine
recouverte de cuivre, d'inflammabilité définie
destinée à la fabrication des cartes imprimées
multicouches.
Amendement n° 1 (1993).
Amendement n° 2 (1994).

60249-3: –  Troisième partie: Matériaux spéciaux utilisés en
association avec les circuits imprimés.

60249-3-1 (1981) Spécification n° 1: Feuille préimprégnée utilisée
comme matériau de collage dans la fabrication
des cartes imprimées multicouches.

60249-3-3 (1991) Spécification n° 3: Spécification de matériaux de
revêtement permanent en polymères (épargne de
brasage) pour utilisation dans la fabrication des
cartes imprimées.

60321 (1970) Guide pour la conception et l'utilisation des
composants destinés à être montés sur des cartes
de câblage et circuits imprimés.
Modification n° 1 (1975).

60321-2 (1987) Informations complémentaires concernant les
cartes imprimées. Deuxième partie: Retouches,
réparations et modifications.

60321-3 (1990) Informations complémentaires concernant les
cartes imprimées. Troisième partie: Guide pour
l'établissement des documents de base.

(suite)

60249-2-11 (1987) Specification No. 11: Thin epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet, general
purpose grade for use in the fabrication of
multilayer printed boards.
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-12 (1987) Specification No. 12: Thin epoxide woven glass
fabric copper-clad laminated sheet of defined
flammability, for use in the fabrication of
multilayer printed boards.
Amendment No. 1 (1989).
Amendment No. 2 (1993).
Amendment No. 3 (1994).

60249-2-13 (1987) Specification No. 13: Flexible copper-clad
polyimide film, general purpose grade.
Amendment No. 1 (1993).

60249-2-14 (1988) Specification No. 14: Phenolic cellulose paper
copper-clad laminated sheet of defined
flammability (vertical burning test), economic
quality.
Amendment No. 2 (1990).
Amendment No. 3 (1993).
Amendment No. 4 (1994).

60249-2-15 (1987) Specification No. 15: Flexible copper-clad
polyimide film, of defined flammability.
Amendment No. 1 (1993).

60249-2-16 (1992) Polyimide woven glass fabric copper-clad
laminated sheet of defined flammability (vertical
burning test).
Amendment No. 1 (1993).
Amendment No. 2 (1994).

60249-2-17 (1992) Specification No. 17: Thin polyimide woven
glass fabric copper-clad laminated sheet of
defined flammability for use in the fabrication of
multilayer printed boards.
Amendment No. 1 (1993).
Amendment No. 2 (1994).

60249-2-18 (1992) Specification No. 18: Bismaleimide/triazine
modified epoxide woven glass fabric copper-clad
laminated sheet of defined flammability (vertical
burning test).
Amendment No. 1 (1993).
Amendment No. 2 (1994).

60249-2-19 (1992) Specification No. 19: Thin bismaleimide/triazine
modified epoxide woven glass fabric copper-clad
laminated sheet of defined flammability for use
in the fabrication of multilayer printed boards.

Amendment No. 1 (1993).
Amendment No. 2 (1994).

60249-3: –  Part 3: Special materials used in connection with printed
circuits.

60249-3-1 (1981) Specification No. 1: Prepreg for use as bonding
sheet material in the fabrication of multilayer
printed boards.

60249-3-3 (1991) Specification No. 3: Specification for permanent
polymer coating materials (solder resist) for use
in the fabrication of printed board.

60321 (1970) Guidance for the design and use of components
intended for mounting on boards with printed
wiring and printed circuits.
Amendment No. 1 (1975).

60321-2 (1987) Auxiliary printed board information. Part 2:
Rework, repair, modifications.

60321-3 (1990) Auxiliary printed board information. Part 3:
Guide-lines for artwork.

(continued)
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 52 (suite) by Technical Committee No. 52 (continued)

60326: —  Cartes imprimées.

60326-1 (1984) Première partie: Informations générales pour le
rédacteur des spécifications.

60326-2 (1990) Deuxième partie: Méthodes d'essai.
Amendement 1 (1992).

60326-3 (1991) Troisième partie: Études et application des cartes
imprimées.

60326-4 (1980) Quatrième partie: Spécification pour cartes
imprimées à simple et à double face avec trous non
métallisés.
Modification n° 1 (1989).

60326-5 (1980) Cinquième partie: Spécification pour cartes
imprimées à simple et à double face avec trous
métallisés.
Modification n° 1 (1989).

60326-6 (1980) Sixième partie: Spécification pour cartes imprimées
multicouches.
Modification n° 2 (1990).

60326-7 (1981) Septième partie: Spécification pour cartes
imprimées souples à simple et à double face, sans
connexions transversales.
Modification n° 1 (1989).

60326-8 (1981) Huitième partie: Spécification pour cartes
imprimées souples à simple et à double face, avec
connexions transversales.
Modification n° 1 (1989).

60326-9 (1991) Neuvième partie: Spécification pour cartes imprimé
multicouches souples avec connexions transversales.

60326-10 (1991) Dixième partie: Spécification pour cartes imprimées
double face flexorigides avec connexions trans-
versales.

60326-11 (1991) Onzième partie: Spécification pour cartes
imprimées multicouches flexorigides avec
connexions transversales.

60326-12 (1992) Partie 12: Spécification pour panneaux «mass-lam»
(cartes imprimées multicouches semi-finies)

61182: — Cartes imprimées – Description et transmission de données
informatiques.

61182-1 (1994) Partie 1: Descriptif de carte imprimée sous forme
numérique.

61182-7 (1995) Partie 7: Codification sous forme numérique des
données du test électrique sur carte nue.

61189: — Méthodes d’essai pour les matériaux électriques, les
structures d’interconnexion et les ensembles.

61189-1 (1997) Partie 1: Méthodes d’essai générales et métho-
dologie.

61189-2 (1997) Partie 2: Méthodes d’essai des matériaux pour
structures d’interconnexion.

61189-3 (1997) Partie 3: Méthodes d’essai des structures d’inter-
connexion (cartes imprimées).

61249:— Matériaux pour les structures d'interconnexion.

61249-5-1 (1995) Partie 5: Collection de spécifications intermédiaires
pour feuilles et films conducteurs avec ou sans
revêtement – Section 1: Feuilles de cuivre (pour la
fabrication de matériaux de base plaqués cuivre).

61249-7-1 (1995) Partie 7: Collection de spécifications intermédiaires
pour matériau à âme réfrénant la dilatation –
Section 1: Cuivre/Invar/cuivre.

61249-8-7 (1996) Partie 8: Collection de spécifications intermédiaires
pour films non conducteurs et revêtements –
Section 7: Encres de marquage.

61249-8-8 (1997) Partie 8: Collection de spécifications intermédiaires
pour les films et revêtements non conducteurs –
Section 8: Revêtements amovibles de polymère.

(suite)

60326: — Printed boards.

60326-1 (1984) Part 1: General information for the specification
writer.

60326-2 (1990) Part 2: Test methods.
Amendment 1 (1992).

60326-3 (1991) Part 3: Design and use of printed boards.

60326-4 (1980) Part 4: Specification for single and double sided
printed boards with plain holes.
Amendment No. 1 (1989).

60326-5 (1980) Part 5: Specification for single and double sided
printed boards with plated-through holes.
Amendment No. 1 (1989).

60326-6 (1980) Part 6: Specification for multilayer printed boards.
Amendment No. 2 (1990).

60326-7 (1981) Part 7: Specification for single and double sided
printed boards without through connections.
Amendment No. 1 (1989).

60326-8 (1981) Part 8: Specification for single and double sided
printed boards  with through connections.
Amendment No. 1 (1989).

60326-9 (1991) Part 9: Specification for flexible multilayer printed
boards with through connections.

60326-10 (1991) Part 10: Specification for flex-rigid double-sided
printed boards with through connections. 

60326-11 (1991) Part 11: Specification for flex-rigid multilayer
printed boards with through connections.

60326-12 (1992) Part 12: Specification for mass lamination panels
(semi-manufactured multilayer printed boards)

61182: — Printed boards – Electronic data description and transfer.

61182-1 (1994) Part 1: Printed board description in digital form.

61182-7 (1995) Part 7: Bare board electrical test information in
digital form.

61189: — Test methods for electrical materials, interconnection
structures and assemblies.

61189-1 (1997) Part 1: General test methods and methodology.

61189-2 (1997) Part 2: Test methods for materials for inter-
connection structures.

61189-3 (1997) Part 3: Test methods for interconnection structures
(printed boards).

61249:— Materials for interconnection structures.

61249-5-1 (1995) Part 5: Sectional specification set for conductive
foils and films with and without coatings – Section
1: Copper foils (for the manufacture of copper-clad
base materials).

61249-7-1 (1995) Part 7:  Sectional specification set for restraining
core materials – Section 1: Copper/Invar/copper.

61249-8-7 (1996) Part 8: Sectional specification set for non-conduc-
tive films and coatings – Section 7: Marking legend
ink.

61249-8-8 (1997) Part 8: Sectional specification set for non-conduc-
tive films and coatings – Section 8: Temporary
polymer coatings.

(continued)
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Publications de la CEI préparées IEC publications prepared
par le Comité d’Etudes n° 52 (suite) by Technical Committee No. 52 (continued)

62326:—  Cartes imprimées.

62326-1 (1996) Partie 1: Spécification générique.

62326-4 (1996) Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides avec
connexions intercouches – Spécification intermédiaire.

62326-4-1 (1996) Partie 4: Cartes imprimées multicouches rigides
avec connexions intercouches – Spécification inter-
médiaire – Section 1: Spécification particulière
d’agrément – Niveaux de performances A, B et C.

62326:—  Printed boards.

62326-1 (1996) Part 1: Generic specification.

62326-4 (1996) Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections – Sectional specification.

62326-4-1 (1996) Part 4: Rigid multilayer printed boards with interlayer
connections – Sectional specification – Section 1:
Capability Detail Specification – Performance levels
A, B and C.

Publication  61249-8-8
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